O 2004/084556 A 1|10 00 0 T 0010 0O 0 0

MONI TORI NG A LI FT AREA BY MEANS OF A 3D SENSOR [err]

Abstract: The invention relates to a device for

nmonitoring a lift area by nmeans of a 3D seni conduct or
(15enEB DEM(VERIRAG® UBER DI INTERNAT NS EE @ U SN ENOYRBIEL T ATFJEEM GEBIET DES

|nforﬂﬁﬁEEﬁﬂmﬂﬁﬁﬁﬁ“gbﬁﬁRQ?E@EEﬁQHTﬂﬁﬁﬁg%NNQQNEPEé@ﬁﬁ%P@@%

a light source whichis

I urghRateeh

(43) Internationales Veroiffentlichungsdatum

30. September 2004 (30.09.2004) PCT

it ed
(19) W@lﬁ)réalnfs!itloﬁ rﬁﬁage&%jmgm OB

in such a way that

T

(10) Internationale Veriffentlichungsnummer

WO 2004/084556 Al

(51) Internationale Patentklassifikation’: HO4N 7/18,
GO8B 13/196, 15/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2003/000181

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. Mirz 2003 (20.03.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veroftentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): INVENTIO AG [CH/CH]; Seestrasse 55, Postfach,
CH-6052 Hergiswil (CH).

(72)
(75)

(74)

(81)

Erfinder; und
Erfinder/Anmelder (nur fiir US): DEPLAZES, Romeo
[CH/CH]; Bahnhofstrasse 22, CH-5647 Oberrueti (CH).
CORTONA, Elena [IT/CH]; Dorfstrasse 52, CH-8800
Thalwil (CH).

Gemeinsamer Vertreter: INVENTIO AG; Seestrasse 55,
Postfach, CH-6052 Hergiswil (CH).

Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ,BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR,
CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE,
GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR,
KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK,
MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, OM, PH, PL, PT, RO, RU,

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: MONITORING A LIFT AREA BY MEANS OF A 3D SENSOR

(54) Bezeichnung: RAUMUBERWACHUNG IM BEREICH EINES AUFZUGS MITTELS 3-D SENSOR

A

CR

84

82

(57) Abstract: The invention relates
to a device for monitoring a lift area
by means of a 3D semiconductor sensor
(79) for acquiring three-dimensional
image information. Said semiconductor
sensor (79) comprises a light source
which is mounted in such a way
80 that the lift area to be monitored is
located in the region illuminated by the

light source, a sensor group which is
mounted in such a way that it receives
reflected light, and a processing chip
for converting the electrical signals

into image information. Said device
is also provided with a processing
unit (80) which is connected to the
semiconductor sensor (79) in order
to supply three-dimensional image
information. Said processing unit (80)
processes the image information in
order to obtain state information which
represents the state of the lift area to be
monitored.

(57) Zusammenfassung: Vor-
richtung zur Uberwachung eines
Aufzugbereiches mit einem 3-D
Halbleitersensor (79) zum Erfassen
von dreidimensionaler Bildinformation.
Der Halbleitersensor (79) umfasst eine

86

Lichtquelle, die so montiert ist, dass sich der zu iiberwachende Aufzugbereich im beleuchteten Bereich der Lichtquelle befindet,
eine Sensorgruppe, die derart montiert ist, dass sie reflektiertes Licht empféngt, und einen Verarbeitungschip zum Umwandeln der
elektrischen Signale in Bildinformation. Zusétzlich weist die Vorrichtung eine Verarbeitungseinrichtung (80) auf, die mit
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ight source, a sensor group which is nounted in such
a way that it receives reflected light, and a
processing chip for converting the electrical
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dem Halbleitersensor (79) in Verbindung steht, um dreidimensionale Bildinformation verflighar zu machen. Die Verarbeitung-
seinrichtung (80) verarbeitet die Bildinformation, um Zustandsinformation zu gewinnen, die den Zustand des zu iberwachenden
Aufzugbereichs reprisentiert.



